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唯一無二の
ガラス加工技術で
未来をつくる、
ミクロ技術研究所
Micro Technology
creating the future with 
one-of-a-kind glass 
processing technology



エレクトロニクスの未来は
ガラスから始まる

ミクロ技術研究所は、長年磨き上げたガラス加工および薄膜加工
技術を武器に、困難な技術課題に対するソリューションを提案し
ます。私たちはこれからもずっと、次世代の半導体・電子機器開発
に挑むメーカー様にとって「最良のパートナー」であり続けます。

The future of 
electronics
begins with glass
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Line 120μm

Space 40μm
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焼結金属 銅めっきガラス
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銅めっき
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微細配線
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高い密着力
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はんだヌレ性
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焼結金属を使用することで、
ガラス基板表面に高い
はんだヌレ性を付与
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セラミック×シルク印刷という従来の技法では微細な配線加工に限界がありました。
当社では独自技術を用いてさらなる微細化を達成。
さらに優れた密着力とはんだヌレ性も実現します。
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ガラス×AG焼結金属 GLASS × AG SINTERED METAL
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セラミック基材に代わる新発想！

ムラのない安定した
孔埋め加工が可能に

１ 2

3

4

High
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Low

ガラス厚み＝1.0mm
　　　　　

10-6

10-5

比抵抗

Ω・cm
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2.0×10-5Ω・cm

1.3×10-5Ω・cm

9.3×10-6Ω・cm

3.3×10-6Ω・cm

ポロシティ形状と抵抗値の変化
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焼成温度

Ag焼結金属とコンフォーマルめっきとのハイブリット構造
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Ag焼結金属とCuめっきキャップとのハイブリット構造
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感光性焼結金属とフォトリソグラフィ
加工の組み合わせにより、
微細かつ高精度な配線を形成
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最小線幅：
L/S 30/30μm
比抵抗値：
３×10-6Ω・cm
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焼結金属がガラス基板に高密着。
微細な配線加工でも安定した
密着力を発揮
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引張測定 ������������

引張測定後の基板 ���������������������������

顕微鏡写真
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拡大写真
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セラミック製と比べ、高細密・高精度に優れたガラ  ス基板による回路形成を実現
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引張強度：
1.2kN/cm以上  
����������������
�
����� �­�����������

高いはんだヌレ性
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なぜ、Ag焼結金属なの？
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焼結金属ガラス 銅めっき
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焼結金属ガラス 銅めっき



当社のめっき加工技術は、より幅広い素材に対して高い密着性を実現するとともに、
きわめて高精細な回路形成を行うことができます。
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革新的なめっき加工 INNOVATIVE PLATING PROCESSING
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ミクロならここまでできる

ガラス基板へのめっき  Plating on glass substrates 感光性ポリイミド塗布基板へのめっき 
Plating on photosensitive polyimide-coated substrates

低膨張ポリイミドフィルムへのめっき（開発中）
Plating on low-expansion  polyimide film (Under development)

構成図  Layout

感光性ポリイミド
銅めっき Copper plating

Photosensitive polyimide

Glass
ガラス

構成図  Layout
銅めっき 
Copper plating

Low-expansion polyimide film
低膨張ポリイミドフィルム

ガラス基板への銅めっき配線施工 Copper-plated wiring fabrication on glass substrates

・L/S:5/5μm  ・めっき厚:10μm  L/S: 5/5μm • Plating thickness: 10μm 

10μm
5μm 5μm

素材を選ばずに密着    高密着めっき
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より微細に高精度に    高精細回路基板
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めっきに不向きとされる基材にも、
驚異の密着度 0.8kN/cmを実現。
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� セミアディティブ法と電解めっきにより、
高精細な配線が形成可能に。
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委託製作
にも対応可
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密着力  Adhesion strength
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通常めっき

MB2めっき
MB2 plating

Standard plating
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密着力  Adhesion strength

1.0

0.8

（kN/cm）

（n数）

0.6
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開発中
Under development

通常めっき
Standard plating

MB2めっき
MB2 plating

構成図  Layout
銅めっき 
Copper plating

Glass
ガラス



ステージ自体が透明であることで、光学的検査・計測が必要な場合などに、
視界を妨げることなく作業が行えるアドバンテージが生まれます。
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静電気や化学的影響に敏感な電子部品に、クリーンかつ安定した環境を提供します。
研究用途から、量産工程の検査・搬送まで、幅広い用途に対応可能です。
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多孔質なガラス製ステージが、対象物をしっかりとホールド
用途に応じて、マット処理にも対応可能
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� 高度なエッチング加工技術により、
お客様の用途に合わせて自由度の高い製造が可能です。
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ガラス吸着ステージの特長 ���������������������������
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表面の平滑性
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ガラスの透明性
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熱膨張率の低さ
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ガラス製チップトレーの特長 �������������������������
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耐薬品性／非導電性
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ガラスの透明性
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用途に応じた形状
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マットしない処理も可能
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マットしない処理も可能

マット処理

Matte processing
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マット処理

TGV processing
TGV加工
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石英ガラスチップトレー
Quartz glass chip tray

ガラス加工に精通した当社の独自技術により、
ガラスの優位性を活かした新しい吸着ステージを実現します
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ガラス吸着ステージ
GLASS ADSORPTION STAGE
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セラミック、アルミに代わる新素材

樹脂製や金属製よりも耐薬品性および非導電性が有利な上、
高平滑性と透明性にも優れています
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ガラス製チップトレー
GLASS CHIP TRAY
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超精密部品の保管・運搬に最適



アスペクト比200:1（ガラスの厚み：1.0mm、孔径：φ5μm）という、
きわめて高難度の孔あけ加工にも対応可能です。
We can also handle extremely high-difficulty hole drilling processing, such as an aspect ratio of 200:1 
(glass thickness: 1.0 mm, hole diameter: φ5 μm).

多様なニーズに応じて、
孔の深さだけでなく、
キャビティ形状からライン形状まで、
自由度の高い加工が可能です。
To meet a diverse range of needs, highly flexible 
processing is possible, not only with hole depth 
but also from cavity shapes to line shapes.

均一な径・形状の孔を、高い位置精度で加工可能。
1億穴の孔あけ加工もOK
���������������������������������	���������	������������
������������		���	
��
������������������������������
����	�����
�����������������

IT
'S

 P

OSSIBLE WITH M

ICRO

ミクロなら
できる

� 薬品を使用したエッチング加工により、
孔の深さ（10～100μm）と形状を自由にコントロールできる
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深さの調整が可能
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孔径測定位置（孔の断面図）

510×515サイズでの孔径の加工精度 Hole diameter processing accuracy for 510 x 515 size

孔径Φ100μm
(孔TOP測定位置)
Hole diameter: Φ100μm
(hole TOP
measurement position)

Necking (hole center
measurement position)

Hole diameter: Φ100 μm 
(hole BOTTOM
measurement position)

孔径Φ100μm
(孔BOTTOM測定位置)

1.0mmt
（ガラス厚み1.0mm）
Glass thickness:1.0mm

Hole diameter measurement positions (hole cross-sectional view)

形状の自由さ
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くびれ
（孔center測定位置)

Average hole diameter at the hole TOP

numbers
of holes

hole diameter
in μm

Average hole diameter at the hole center Average hole diameter at the hole BOTTOM
孔TOP部の平均孔径 孔center部の平均孔径 孔BOTTOM部の平均孔径

10μm

8μm

6μm

4μm

2μm

0μm

-2μm

-4μm

-6μm

-8μm

-10μm

（孔数）

（孔径μm）
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100　　　　　200　　　　　　300　　　　　　400　　　　　　500

半世紀以上にわたり、ひたむきにガラス素材と向き合い続けてきたミクロには、
お客様の多様なニーズに応えられる、確かな技術力と自信があります。
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高細密ガラス加工 HIGH-PRECISION GLASS PROCESSING
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唯一無二の技術力で実現する！

TGV基板
�������������

エッチング加工
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